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中国集成电路创新联盟 
大联盟字[2025]4 号 

关于举办首届(2025)集成电路产业创新展的通知 

各有关单位： 

为积极响应国家集成电路创新发展战略部署，推动我国集

成电路技术创新与产业升级，加强产业链上下游交流与合作，

集成电路创新联盟将与中国国际光电博览会(CIOE)合作，在

CIOE 同期联合举办“首届(2025)集成电路产业创新展”，打造具

有一定规模、覆盖全产业链、以科技创新为主旨的集成电路产

业展览活动，以展示行业最新技术、产品和解决方案。双展联

动共同打造 32 万㎡光电技术与半导体产业链的展示盛宴，将进

一步促进集成电路产业与相关产业的融合发展，助力提升集成

电路产业的核心竞争力，支撑我国集成电路产业高质量发展。 

一、活动概况 

名称：首届(2025)集成电路产业创新展 

时间：2025 年 9 月 10-12 日，展期 3 天 

地点：深圳国际会展中心（宝安新馆，广东省深圳市宝安区

福海街道和平社区展城路 1号） 

预计规模：6 万平方米主题展览区，1000 家参展企业，双展

预计吸引超过 16 万名观众 

二、活动组织 

主办单位：中国国际光电博览会(CIOE)、集成电路创新联盟 
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承办单位：爱集微咨询(厦门)有限公司(集成电路投资创新

联盟秘书处挂靠单位) 

支持单位：集成电路设计创新联盟、集成电路封测创新联盟、

集成电路装备创新联盟、集成电路材料创新联盟、集成电路零

部件创新联盟、集成电路检测与测试创新联盟、集成电路投资

创新联盟、示范性微电子学院产学融合发展联盟、汽车芯片产

业创新战略联盟 

三、展览活动安排 

1.总体规划 

展览规模 6万平米，设置六大集成电路展区及专题展区，覆

盖芯片设计、制造、封测、设备、材料等产业链各环节。 

2.展区设计 

（1）创新综合展区：从 IC 设计到制造，展示近年来集成电

路领域的重大科技创新成果，可采用高科技展示手段，如全息

投影、VR/AR 体验等，增强参观的沉浸感和互动性。 

（2）设计与应用展区：物联网、人工智能、汽车电子、智慧

城市、智能终端、健康医疗、工业应用，通过实物展示、案例

分享等形式，展现集成电路技术如何赋能各行各业。 

（3）IC 制造展区：半导体制造工艺、半导体封装工艺与测

试技术等，同时介绍绿色制造、智能制造等新型制造模式。 

（4）晶圆设备展区：半导体晶圆设备等，专注于晶圆加工过

程中所需的各种精密设备。 

（5）封测设备展区：半导体封装设备、半导体测试设备、IC

测试仪器，包括先进封装工艺（如 SiP、3D 封装）设备等。 
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（6）核心部件与材料展区：聚焦于集成电路制造中的关键原

材料、部件及辅助材料，如单晶硅、硅片等。 

3.专题展区 

（1）化合物半导体专区：注重化合物半导体材料（如 GaN、

SiC 等）及其相关产品的展示，包括功率器件、射频器件及相关

上游设备材料等。 

（2）汽车芯片专区：全面展示汽车芯片领域的最新成果与应

用，设立“汽车芯片生态圈”展示区，展示芯片制造商、汽车

整车厂、零部件供应商等产业链上下游企业的紧密合作与协同

发展。 

（3）创新产品发布专区：对新产品、新技术、新项目进行发

布，展示集成电路产业的新品成果和案例。同时，提供知识产

权咨询和服务。 

（4）智能家电芯片、人工智能芯片等专区，具体以实际为准。 

4.展位报价等 

（1）标准展位市场价格：25800 元（人民币）/9 ㎡。联盟

成员单位享受 9折优惠； 

（2）光地展位市场价格：2580 元（人民币）/㎡。联盟成

员单位按面积享受一定折扣，36 平米以上可享受更多优惠； 

（3）广告赞助方案等具体可咨询联系人。 

四、同期会议活动安排 

1．开展仪式 

时间：9月 10日 10:30 

地点：深圳国际会展中心（宝安新馆）北登陆大厅 
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2.其他，同期举行第 26 届中国国际光电博览会（CIOE），

大联盟及专业联盟等相关会议活动后期将进一步通知。 

五、参展报名 

请有意向参加首届(2025)集成电路产业创新展的单位填写

报名表（附件 1），并于 2025 年 5 月 31 日前将报名表反馈至邮

箱 lijy@ijiwei.com，便于预留展位以及跟进后续布展等事宜，

欢迎大家积极报名参展。 

联系人： 

李静雅（爱集微），13439333369，lijy@ijiwei.com 

由春娟（大联盟），18210529773，youchunjuan@ime.ac.cn 

 

附件：1. 参展企业报名表 

2. 中国国际光电博览会(CIOE)相关介绍 

 

 

 

集成电路创新展组委会 

（承办单位：爱集微咨询(厦门)有限公司） 

             2025 年 4 月 10 日 

mailto:youchunjuan@ime.ac
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附件 1 

首届(2025)集成电路产业创新展 

参展企业报名表 

公司名称  所在地区  

公司简介 
 

 

成立年份  所属联盟  

公司地址  

拟参展展品所属

类别（在选定项目

打“√”或涂黑） 

□创新综合展区   □设计与应用展区    □IC 制造展区 

□晶圆设备展区   □封测设备展区      □核心部件与材料展区 

 

主题展区（□化合物半导体专区  □汽车芯片专区  □创新产品发布专

区  □智能家电芯片  □人工智能芯片  □其他        ） 

 

拟需展位： 标准摊位（9 平米/个）___个； 光地：_  __平方米 

展品名称 
 

 

联系方式 
姓名：        电话：        手机： 

E-mail： 

 

代表签字： 

                                 日    期：       年   月   日 
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附件 2  

中国国际光电博览会(CIOE)相关介绍 

中国国际光电博览会（CIOE）是经国家科技部批准、商务

部备案，由两院资深院士王大珩先生担任主席团终身名誉，科

技部原副部长曹健林先生担任主席团主席的具有国际影响力的

权威盛会。自 1999 年创办以来已成功举办二十五届，第二十五

届展出规模达 24 万平米，吸引国内外知名光电参展企业 3000

多家，超 13 万专业观众，展示及交流领域涉及信息通信、精密

光学、智能制造、激光、红外、生物光子、光电传感、新型显

示、移动互联网与物联网等光电技术全产业链，链接全球光电

资源，创新技术及科研成果展示，是全球光电行业风向标。 

第二十六届 CIOE 将于 2025 年 9 月 10-12 日在深圳国际会

展中心（宝安新馆）举办。作为覆盖光电全产业链的综合型展

会，CIOE 将首次与中国集成电路创新联盟（大联盟）合作，在

CIOE 光博会同期联合举办“第七届深圳国际半导体展 SEMI-e 暨

2025 集成电路产业创新展”，共同打造 32 万㎡光电技术与半导

体产业链的盛宴。双展同期将更完善半导体产业链布局，共同

服务于显示、数据中心、汽车等多个交叉领域的广泛观众，一

站式高效赋能下游关键领域。 


